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Abstract (en)
The hairspring (1) has coils (11) , and a silicon dioxide covering formed on a core and with a thickness of 50 nanometers, where the hairspring is
made of an insulating material chosen among silicon, silicon composites, diamond, glass and ceramics. A conductive metallic deposit is formed on
the covering and has a thickness ranging between 10-20 nanometers, where the deposit is obtained from a non-magnetic and stainless metal e.g.
platinum. An independent claim is also included for a method of fabricating a micro-mechanical piece.

Abstract (fr)
Une piéce de micro-mécanique en matériau isolant, tel qu'un spiral (1) en silicium de mouvement horloger a tendance a coller a une piéce voisine
lorsqu'il est en mouvement, tel que le coq (9) comme représenté dans la partie gauche de la figure. Cet inconvénient est éliminé, comme représenté
dans la partie droite de la figure, en effectuant sur tout ou partie de la surface un faible dép6t de métal, de préférence inoxydable et amagnétique, tel
que de l'or, du platine du rhodium ou du silicium.
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